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(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a thin layer (28) or a chip to be transferred to another substrate.
According to said method, at least one layer, a so-called adhesion layer (25), and at least one other layer, a so-called first boundary
layer (22), is formed above the surface of the thin layer or the chip, the adhesion layer consisting of a material which is etched in a

selective manner in relation to the material of the boundary layer.

o (57) Abrégé : L’invention concerne un procédé de préparation d'une couche mince (28) ou d'une puce a transférer sur un autre
substrat, ce procédé comportant la réalisation, au-dessus de la surface de ladite couche mince ou de ladite puce, d'au moins une
couche, dite couche d'adhérence (25), et d'au moins une couche, dite premiere couche d'arrét (22), la couche d'adhérence étant en un
matériau dont la gravure présente une sélectivité par rapport au matériau de la couche d'arrét.



WO 2005/124826 A1 |00 000 0001000 0 0

PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, — avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, revendications, sera republiée si des modifications sont re-
YU, ZA, ZM, ZW. cues

(84) Ktats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, £n ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrévia-
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), abréviations” figurant au début de chaque numéro ordinaire de
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, la Gazette du PCT.
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :
— avec rapport de recherche internationale



